
budatec

焊接与
芯棒弯曲测试仪

烧结测试设备
DCB/芯片连接
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技术数据 功能；特性

弯曲滚轮： 2 x Ø 20 mm x 40 mm DCB固定用滑尺，可通过旋转旋钮调节；可沿轴

向调节弯曲滚轮角度。

重量： 桌面使用安装孔

使用材料：

budate

（数量 × 直径 × 宽度）

5,5 kg

钢

铝

塑料
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布达泰克（山东）智能电子有限公司，山东省济宁市兖州区新兖镇经济开发区中欧产业园S2楼
budatec保留随时且无需通知即可更改产品规格的权利。所有尺寸均以毫米为单位。


